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Abstract (en)
The process for protective surface coating of copper material comprises: (a) applying a cover layer alloy (14) onto the copper material (10); and
(b) applying the protective layer (18) in an application surface region (32) by supplying protective layer components in the form of a protective layer
alloy (38) and melting with a laser beam (22). The protective layer (18) is bonded to the copper material (10) by melting of the copper material in the
application surface region. Also claimed is a workpiece of copper material which is surface fused to a protective layer consisting of several adjacent
coating beads.

Abstract (de)
Um ein Verfahren zum Beschichten der Oberflache von Kupferwerkstoffen mit einer Schutzschicht, derart zu verbessern, daB3 die Schutzschicht
einerseits eine ausreichende Harte aufweist und auBerdem auf groBen Flachen flachendeckend auftragbar ist, wird vorgeschlagen, daf3 der
Kupferwerkstoff durch Auftragen einer Deckschichtlegierung mit einer Deckschicht versehen wird und dafB anschlieBend im Bereich einer
Auftragflache die Schutzschicht durch Zufuhr von Schutzschichtkomponenten in Form einer Schutzschichtlegierung und deren Aufschmelzen mit
Laserstrahlung aufgetragen und durch ein im wesentlichen im Bereich der Auftragflache erfolgendes Anschmelzen des Kupferwerkstoffs mit diesem
verbunden wird. <IMAGE>
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